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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】含水率を制御しかつ耐熱性に優れる材料からな
る絶縁層を有する有機ＥＬ用基板及び有機ＥＬ表示装置
を提供する。
【解決手段】下部電極１０４の下部にパターニングされ
ている第一絶縁層１０３と、有機ＥＬ素子１０の周囲を
取り囲むようにパターニングされている第二絶縁層１０
７と、を少なくとも有し、第一絶縁層１０３及び第二絶
縁層１０７のいずれかが、２種以上の（メタ）アクリル
酸エステルユニットと、１種以上のスチレン誘導体ユニ
ットと、を含有するポリマー樹脂であり、下記の（１）
乃至（３）のいずれかを満たすことを特徴とする、有機
エレクトロルミネッセンス表示装置１。　（１）該（メ
タ）アクリル酸エステルユニットのうち２種以上が、ホ
モポリマーにしたときのガラス転移点（Ｔｇ）が１５０
℃以上２５０℃以下である　（２）該ポリマー樹脂のＴ
ｇが２００℃を超える　（３）該ポリマー樹脂の２００
℃における熱重量損失率が５％以下である
【選択図】図１



(2) JP 2008-269798 A 2008.11.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に、第一絶縁層及び第二絶縁層をこの順に積層してなる有機エレクトロルミネッ
センス用基板であって、
　該第一絶縁層及び該第二絶縁層のいずれかが、２種以上の（メタ）アクリル酸エステル
ユニットと、１種以上のスチレン誘導体ユニットと、を含有するポリマー樹脂であり、
　該ポリマー樹脂が下記の（１）乃至（３）のいずれかを満たすことを特徴とする、有機
エレクトロルミネッセンス用基板。
　（１）該（メタ）アクリル酸エステルユニットのうち２種以上が、ホモポリマーにした
ときの該ホモポリマーのガラス転移点（Ｔｇ）が１５０℃以上２５０℃以下である
　（２）該ポリマー樹脂のＴｇが２００℃を超える
　（３）該ポリマー樹脂の２００℃における熱重量損失率が５％以下である
【請求項２】
　下部電極と有機層と上部対向電極とをこの順に積層されて構成される有機エレクトロル
ミネッセンス素子と、
　該下部電極の下部にパターニングされている第一絶縁層と、
　該有機エレクトロルミネッセンス素子の周囲を取り囲むようにパターニングされている
第二絶縁層と、を少なくとも有し、
　該第一絶縁層及び該第二絶縁層のいずれかが、２種以上の（メタ）アクリル酸エステル
ユニットと、１種以上のスチレン誘導体ユニットと、を含有するポリマー樹脂であり、
　該ポリマー樹脂が下記の（１）乃至（３）のいずれかを満たすことを特徴とする、有機
エレクトロルミネッセンス表示装置。
　（１）該（メタ）アクリル酸エステルユニットのうち２種以上が、ホモポリマーにした
ときの該ホモポリマーのガラス転移点（Ｔｇ）が１５０℃以上２５０℃以下である
　（２）該ポリマー樹脂のＴｇが２００℃を超える
　（３）該ポリマー樹脂の２００℃における熱重量損失率が５％以下である
【請求項３】
　前記（メタ）アクリル酸エステルユニットのうち、少なくとも１種がエステル基が脂環
式炭化水素基であるユニットであり、少なくとも１種がエステル基が非環式炭化水素基で
あることを特徴とする、請求項２に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【請求項４】
　前記ポリマー樹脂の体積当たりの含水量が１×１０-3ｇ／ｃｍ3以下であることを特徴
とする、請求項２又は３に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス用基板及び有機エレクトロルミネッセンス表
示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機材料のエレクトロルミネセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ：以
下、ＥＬと記す。）を利用した有機ＥＬ素子は、陽極と陰極との間に、有機キャリア輸送
層や有機発光層を積層させた有機層を設けている素子である。有機ＥＬ素子は、低電圧直
流駆動による高輝度発光が可能な発光素子として注目されている。
【０００３】
　この有機ＥＬ素子を表示素子として用いた表示装置として、各画素に設けられている有
機ＥＬ素子を駆動するための薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔ
ｏｒ：以下ＴＦＴと記す。）を設けているアクティブマトリックス型の表示装置がある。
アクティブマトリックス型の表示装置は、高画質であり、寿命が長いという利点から特に
開発が進んでいる。
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【０００４】
　アクティブマトリックス型の表示装置の場合、ＴＦＴや配線が設けられている基板の表
面を絶縁化及び平滑化する目的で、基板及びＴＦＴを覆うように絶縁層が設けられている
（以下、この絶縁層を第一絶縁層とする。）。
【０００５】
　また、アクティブマトリックス型の表示装置の場合、有機ＥＬ素子を形成する際、隣接
する有機ＥＬ素子同士に発光層等の有機層を構成する材料が混和しないようにバンクもし
くは素子分離膜と呼称される画素間分離構成を画素間に構成する。この構成は、絶縁性材
料を塗布しパターニングして形成される（以下、このパターンニングを第二絶縁層とする
。）。このような第一絶縁層及び第二絶縁層を構成する材料として、例えば特許文献１に
開示される樹脂材料が挙げられる。
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－１８９２５２号公報
【特許文献２】特開２００４－３３４０８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記の第一絶縁層及び第二絶縁層はスピンコート法等を利用した塗布、パタ
ーニング、熱キュアの工程を経て所望の形状に形成される。特に、第一絶縁層はその上部
にさらに重ねて金属電極層を形成するため、電気的に高抵抗（絶縁性）でありかつ化学的
にも安定である必要がある。一方で、第一絶縁層及び第二絶縁層のパターニング工程でア
ルカリ現像及び洗浄が効率的に行われるように、第一絶縁層及び第二絶縁層を構成する材
料にはある程度の親水性が求められる。例えば市販されているフォトレジスト性ポリアミ
ック酸溶液を用いて塗布形成されたポリイミド膜の吸水率は１％～３％程度になる。しか
し、第一絶縁層及び第二絶縁層に１％～３％程度の水分が残存すると、有機ＥＬ素子の発
光強度の低下、有機ＥＬ素子の駆動電圧の上昇、非発光領域の出現等の有機ＥＬ発光装置
にとって不具合が発生し易い。このため、上述のような吸湿性がある材料を絶縁層の材料
として用いる場合には、絶縁層形成工程終了後に加熱を行い、絶縁層に含まれる水分を除
去する操作が必要となる。この操作の後で有機ＥＬ素子の形成を行うことにより上記の不
具合を避けることが可能となる。
【０００８】
　但し、絶縁層の材料の耐熱温度が低い場合には、加熱を伴う水分除去操作によって絶縁
層自体が熱劣化・熱分解してパターニングが崩れる可能性もある。
【０００９】
　また、第一絶縁層を形成後に第二絶縁層を形成する場合、溶液塗布・加熱キュア等の第
二絶縁層の形成工程で第一絶縁層がダメージを受ける可能性もある。
【００１０】
　以上の課題を鑑みて、本発明の目的は、含水率を制御しかつ耐熱性に優れる材料からな
る絶縁層を有する有機ＥＬ用基板及び有機ＥＬ表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の有機ＥＬ用基板は、基板上に第一絶縁層及び第二絶縁層をこの順に積層してな
るものであって、該第一絶縁層及び該第二絶縁層のいずれかが、２種以上の（メタ）アク
リル酸エステルユニットと、１種以上のスチレン誘導体ユニットと、を含有するポリマー
樹脂であり、該ポリマー樹脂が下記の（１）乃至（３）のいずれかを満たすことを特徴と
する。
【００１２】
　（１）該（メタ）アクリル酸エステルユニットのうち２種以上が、ホモポリマーにした
ときの該ホモポリマーのガラス転移点（Ｔｇ）が１５０℃以上２５０℃以下である
　（２）該ポリマー樹脂のＴｇが２００℃を超える
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　（３）該ポリマー樹脂の２００℃における熱重量損失率が５％以下である
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、発光強度、駆動電圧、非発光領域の出現という問題が改善された有機
ＥＬ用基板及び有機ＥＬ表示装置が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　次に、本発明における実施の形態を詳細に説明するが、以下に記載するところの本発明
における材料・材質は特に下記の例示に限定されるものではない。
【００１５】
　本発明の有機ＥＬ用基板は、基板上に第一絶縁層及び第二絶縁層をこの順に積層してな
る。
【００１６】
　この第一絶縁層及び第二絶縁層のうちいずれかが２種以上の（メタ）アクリル酸エステ
ルユニットと、１種以上のスチレン誘導体ユニットと、を含有するポリマー樹脂で構成さ
れる。このポリマー樹脂は、下記の（１）乃至（３）のいずれかを満たす。
【００１７】
　（１）（メタ）アクリル酸エステルユニットのうち２種以上が、ホモポリマーにしたと
きの該ホモポリマーのガラス転移点（Ｔｇ）が１５０℃以上２５０℃以下である（好まし
くは１７０℃以上２５０℃以下である）
　（２）ポリマー樹脂のＴｇが２００℃を超え３００℃以下である（好ましくは２００℃
以上２５０℃以下である）
　（３）ポリマー樹脂の２００℃における熱重量損失率が５％以下である（好ましくは３
％以下である）
【００１８】
　上記（１）乃至（３）のいずれかを満たすポリマー樹脂は、第一絶縁層、第二絶縁層を
構成する材料として使用したときに、熱によって受ける絶縁層のダメージを軽減すること
ができる。
【００１９】
　ポリマー樹脂は、好ましくは、上記の（１）乃至（３）のうち２つを満たし、より好ま
しくは、（１）乃至（３）のすべてを満たす。
【００２０】
　次に、ポリマー樹脂を構成するモノマーユニットについて説明する。
【００２１】
　ポリマー樹脂を構成する（メタ）アクリル酸エステルユニットは、該ポリマー樹脂中に
２種類以上含まれている。好ましくは、（メタ）アクリル酸エステルユニットのうち、少
なくとも１種は、エステル基に脂環式炭化水素基を有するユニットであり、少なくとも１
種は、エステル基に非環式炭化水素基を有するユニットである。
【００２２】
　エステル基に脂環式炭化水素基を有する（メタ）アクリル酸エステルは、下記一般式（
１）で示されるユニットである。
【００２３】
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【化１】

【００２４】
　式（１）において、Ｒ0は水素又はメチル基を表す。
【００２５】
　式（１）において、Ｒ1は、下記式に示される脂環式炭化水素基又は脂環式炭化水素を
有する置換基を表す。
【００２６】

【化２】

【００２７】
　上記式において、Ｒ3は炭素数１以上の直鎖型もしくは分岐型アルキル基、当該アルキ
ル基の誘導体、水酸基、カルボキシル基又はシアノ基を表す。
【００２８】
　直鎖型もしくは分岐型アルキル基の具体例として、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル
基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－ブチル基、２－メチルプロピル基、１－メチルプロピル基
、ｔｅｒｔ－ブチル基等を挙げることができる。
【００２９】
　また、当該アルキル基の誘導体として、例えば、ヒドロキシアルキル基（ヒドロキシメ
チル基、１－ヒドロキシエチル基、２－ヒドロキシエチル基、１－ヒドロキシプロピル基
、２－ヒドロキシプロピル基、３－ヒドロキシプロピル基、２－ヒドロキシブチル基、３
－ヒドロキシブチル基、４－ヒドロキシブチル基等）、アルコキシ基（メトキシ基、エト
キシ基、ｎ－プロポキシ基、ｉ－プロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、２－メチルプロポキシ
基、１－メチルプロポキシ基、ｔ－ブトキシ基等）、シアノアルキル基（シアノメチル基
、２－シアノエチル基、３－シアノプロピル基、４－シアノブチル基等）を挙げることが
できる。
【００３０】
　上記のアルキル基及び当該アルキル基の誘導体は、さらに置換基を有してもよい。置換
基として、具体的には、上記のアルキル基及び当該アルキル基の誘導体と同様の置換基、
水酸基、カルボキシル基、シアノ基等が挙げられる。
【００３１】
　またＲ1は、上記の置換基以外の炭素数が４以上の非有橋型あるいは有橋型の飽和環式
炭化水素基又は不飽和環式炭化水素基であってもよい。
【００３２】
　飽和環式炭化水素基として、シクロブチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、
シクロオクチル基等が挙げられる。
【００３３】
　不飽和環式炭化水素基として、シクロブテニル基、シクロペンテニル基、シクロヘキセ
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ニル基、シクロヘプテニル基、シクロオクテニル基、フェニル基、ビフェニル基、ナフチ
ル基、アンスリル基、フェナントリル基等が挙げられる。
【００３４】
　エステル基に非環式炭化水素基を有する（メタ）アクリル酸エステルユニットは、下記
一般式（２）で示されるユニットである。
【００３５】
【化３】

【００３６】
　式（２）において、Ｒ4は非環式炭化水素基、水酸基、カルボキシル基又はシアノ基を
表す。非環式炭化水素基として、炭素数１以上の直鎖型もしくは分岐型のアルキル基又は
当該アルキル基の誘導体が挙げられる。
【００３７】
　直鎖型もしくは分岐型のアルキル基の具体例として、メチル基、エチル基、ｎ－プロピ
ル基、ｉｓｏ－プロピル基、ｎ－ブチル基、ｉｓｏ－ブチル基、２－メチルプロピル基、
１－メチルプロピル基、ｔｅｒｔ－ブチル基等が挙げられる。
【００３８】
　当該アルキル基の誘導体の具体例として、ヒドロキシアルキル基（ヒドロキシメチル基
、１－ヒドロキシエチル基、２－ヒドロキシエチル基、１－ヒドロキシプロピル基、２－
ヒドロキシプロピル基、３－ヒドロキシプロピル基、２－ヒドロキシブチル基、３－ヒド
ロキシブチル基、４－ヒドロキシブチル基等）、アルコキシ基（メトキシ基、エトキシ基
、ｎ－プロポキシ基、ｉ－プロポキシ基、ｎ－ブトキシ基、２－メチルプロポキシ基、１
－メチルプロポキシ基、ｔ－ブトキシ基等）、シアノアルキル基（シアノメチル基、２－
シアノエチル基、３－シアノプロピル基、４－シアノブチル基等）等が挙げられる。
【００３９】
　上記のアルキル基及び当該アルキル基の誘導体は、さらに置換基を有してもよい。置換
基として、具体的には、上記のアルキル基及び当該アルキル基の誘導体と同様の置換基、
水酸基、カルボキシル基、シアノ基等が挙げられる。
【００４０】
　該ポリマー樹脂を構成するスチレン誘導体ユニットは、下記一般式（３）で示されるユ
ニットである。
【００４１】
【化４】

【００４２】
　式（３）において、Ｒ5は、水素原子、塩素原子、臭素原子、ヒドロキシル基、ニトロ
基、メチル基等が挙げられる。水素原子ではないＲ5は、２つ以上あってもよい。
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【００４３】
　ポリマー樹脂は、上記の（メタ）アクリル酸エステルユニットやスチレンユニットのほ
かに、メタクリル酸ユニット、アクリル酸ユニットをモノマーユニットとして加えてもよ
い。
【００４４】
　上記のモノマーユニットの結合様式には特段の制限は無く、例えばランダム共重合、ブ
ロック共重合、交互共重合、周期的共重合等の様式もしくはそれらの混合様式で構成され
る。
【００４５】
　また、上記のユニットの成分比に特段制限はないが、絶縁性、水への親和性、レジスト
解像度等を考慮して決定される。また、ポリマー樹脂の分子量（重合度）は使用する粘度
、即ち最終的に得たい膜厚に依存して変化させることが可能である。好ましくは、ポリス
チレン換算重量平均分子量にして５，０００以上１００，０００以下、さらに好ましくは
１０，０００以上５０，０００以下である。またポリマー樹脂の分子量の分散度は、好ま
しくは、１．５以下で調整される。
【００４６】
　また、このポリマー樹脂に、光を感受して酸を発生する機能を有する感光性酸発生化合
物をドープしてもよい。
【００４７】
　感光性酸発生化合物とは、紫外線、放射線、可視光等が照射されるとその構造が一部分
解して酸が発生する化合物である。その酸の作用によって樹脂の一部の化学結合が分解さ
れる等して樹脂がアルカリ可溶性に変化する。即ち上記ポリマー樹脂がアルカリ不溶性で
あった場合には、上記光照射を受けた部分がアルカリ可溶性に変化する。引き続きアルカ
リ溶液及び水で洗浄することにより、アルカリ可溶性部分が除去洗浄され、残存したアル
カリ不溶性部分により所謂パターニングが形成される。
【００４８】
　感光性酸発生化合物として、例えば、ジアゾケトン誘導体、オニウム塩化合物、スルホ
ンイミド化合物、スルホン化合物、スルホン酸エステル化合物、ジスルホニルジアゾメタ
ン化合物、ジスルホニルメタン化合物、オキシムスルホネート化合物、ヒドラジンスルホ
ネート化合物等を挙げることができる。
【００４９】
　感光性酸発生化合物のドープ量はポリマー樹脂中の（メタ）アクリル酸エステルユニッ
トに対して、好ましくは、０．１ｗｔ％乃至３０ｗｔ％であり、さらに好ましくは、０．
５ｗｔ％乃至２０ｗｔ％である。また、感光性酸発生化合物は、異なる化学構造の化合物
を２種類以上混合して用いることも可能である。
【００５０】
　本発明の有機ＥＬ用基板の第一絶縁層又は第二絶縁層を構成するポリマー樹脂の吸湿性
は、好ましくは、体積当たりの含水量として１×１０-3ｇ／ｃｍ3以下である。既に上記
に述べたように有機ＥＬ表示装置の構成内部に水分が存在すると、有機ＥＬ素子の発光強
度の低下、有機ＥＬ素子の駆動電圧の上昇、非発光領域の出現等の不具合が発生すること
は知られている。
【００５１】
　ポリマー樹脂中に水分が含まれる原因として、第一絶縁層及び第二絶縁層をパターニン
グで形成する際に、現像・リンス工程等でポリマー樹脂が水にさらされることが挙げられ
る。ここで、ポリマー樹脂は、第一もしくは第二絶縁層を形成した後に一定条件で加熱処
理を行うと、第一絶縁層及び第二絶縁層に含有される水分がある程度ポリマー樹脂から脱
離される。その際、脱離乾燥後のポリマー樹脂の水分は１×１０-3ｇ／ｃｍ3以下である
のが好ましい。
【００５２】
　本発明における実施態様では、少なくとも第一絶縁層もしくは第二絶縁層が、上述のポ
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リマー樹脂を用いればよいが、好ましくは、第一絶縁層及び第二絶縁層に上述のポリマー
樹脂を用いる。これにより、本発明における特徴及び効果が顕著になる。
【００５３】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置について説明する。
【００５４】
　本発明の有機ＥＬ表示装置は、少なくとも以下の構成を有する。
【００５５】
　　（ｉ）下部電極と有機層と上部対向電極とをこの順に積層されて構成される有機ＥＬ
素子
　　（ｉｉ）下部電極の下部にパターニングされている第一絶縁層
　　（ｉｉｉ）有機ＥＬ素子の周囲を取り囲むようにパターニングされている第二絶縁層
【００５６】
　次に、図面を参照しながら本発明の有機ＥＬ表示装置について説明する。
【００５７】
　図１は、本発明の有機ＥＬ表示装置の一実施形態に係るアクティブマトリックス型の有
機ＥＬ表示装置を示す概略図である。図１に示される有機ＥＬ発光装置１は、基板１０１
と、基板１０１に内蔵されている複数のＴＦＴ１０２とを有する。基板１０１には後述す
る有機ＥＬ素子１０を駆動するための駆動回路（不図示）が素子毎に有機ＥＬ素子１０の
周辺に内蔵されている。これらの回路は、ＴＦＴ１０２及び配線で構成され、外部取出し
端子群（不図示）を通して外部回路と接続される。
【００５８】
　基板１０１上には、基板１０１に内蔵されたＴＦＴ１０２及び配線を覆ってその表面を
絶縁化及び平坦化させることを目的として第一絶縁層１０３が設けられている。
【００５９】
　第一絶縁層１０３上には、下部電極１０４、有機層１０５及び上部対向電極１０６がこ
の順に積層されてなる有機ＥＬ素子１０が設けられている。有機ＥＬ素子１０は、ＴＦＴ
１０２によって駆動され、ＴＦＴ１０２に対応してマトリックス状に配置されている。こ
こで有機ＥＬ素子１０は、有機ＥＬ表示装置１の画素として機能する。尚、有機ＥＬ素子
１０中の下部電極１０４と基板１０１上の配線とは、第一絶縁層１０３にパターニング形
成されたコンタクトホール１１０を介して接続されている。また、上部対向電極１０６は
全ての有機ＥＬ素子１０に対して共通に形成されている。
【００６０】
　さらに、第一絶縁層１０３上には、第二絶縁層１０７が有機ＥＬ素子１０に隣接するよ
うに配置されている。第二絶縁層１０７は、有機ＥＬ素子１０を形成する際に、隣接する
画素同士に有機ＥＬ素子１０の、特に、発光層（不図示）を構成する材料が混和しないよ
うにするための隔壁として機能する。
【００６１】
　また、有機ＥＬ表示装置１は、有機ＥＬ素子１０及び駆動回路の上に、表示装置の機械
的強度の維持及び表示装置への水分透過防止を目的として、封止部材１０８が接着剤１０
９により基板１０１に接着されている。
【００６２】
　次に、本発明の有機ＥＬ表示装置を構成する部材について説明する。尚、第一絶縁層１
０３及び第二絶縁層１０７を構成する部材については、既に説明しているので省略する。
【００６３】
　基板１０１として、無アルカリガラス基板、ガラス／樹脂積層基板、ＰＥＴ、ＰＳ、Ｐ
Ｃ、ＰＮ等の樹脂基板等が使用できる。
【００６４】
　ＴＦＴ１０２として、例えば、以下の工程で作製されるものが挙げられる。
１．基板上にＰｏｌｙ－Ｓｉからなるゲート電極を形成する
２．次に、ゲート電極上にゲート絶縁膜を形成する
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らなるソース及びドレイン電極を有する半導体薄膜をそれぞれ設ける
【００６５】
　有機ＥＬ素子１０は、上述したように下部電極１０４、有機層１０５及び上部対向電極
１０６をこの順に積層してなるものである。
【００６６】
　下部電極１０４は金属又は透明導電膜からなり、この下部電極１０４を構成する材料と
しては、例えば、Ｃｒ、Ａｌ、Ｍｇ、Ａｕ等の金属材料、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＴＺＯ等の
インジウム系酸化物を含む透明導電膜が使用できる。下部電極１０４は、単一の層で構成
されてもよいし、上記の材料を積層して構成されてもよい。
【００６７】
　有機層１０５は、発光層又は発光性を有する層を有するものであるが、その材質及び必
要に応じて当該有機層を複数層で構成する際の層組成は特に制限されるものではない。具
体的には、有機層１０５は、発光層、正孔輸送層、電子輸送層、電子注入層等を含み、こ
れらの層を適宜積層して構成される。
【００６８】
　上部対向電極１０６を構成する材料としては、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＩＴＺＯ等のインジウ
ム系酸化物を含む透明導電膜、Ａｌ、Ｍｇ、Ａｕ等の金属材料が使用できる。上部対向電
極１０６は、単一の層で構成されてもよいし、上記の材料を積層して構成されてもよい。
【００６９】
　封止部材１０８は、ガラス製の封止部材を使用してもよい。また、上部対向電極１０６
を形成した後にＳｉＮ、ＳｉＯ、有機高分子等を単層もしくは異なる材質の層を複数積層
して前記ガラス封止部材１０８の代替としてもよい（不図示）。
【００７０】
　本発明の有機ＥＬ表示装置の製造方法は、後述する実施例において詳細に説明するが、
これに限定されない。
【実施例】
【００７１】
　以下、実施例をもって本発明をさらに詳細に説明するが、以下の記載内容例を持って本
発明におけるいずれの実施態様を制限するものではない。
【００７２】
　［実施例１］
　（ポリマー樹脂）
　下記式（４）に示される５種類のユニット（ａ）～（ｅ）で構成されるポリマー樹脂を
、第一絶縁層及び第二絶縁層の材料として使用した。
【００７３】
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【化５】

【００７４】
　尚、このポリマー樹脂は、５種類のユニット（ａ）～（ｅ）に対応する単量体の混合物
を、ラジカル重合開始剤を使用して、必要に応じて連鎖移動剤の存在下、適当な溶媒中で
重合することにより製造することができる。
【００７５】
　ここで、ラジカル重合開始剤として、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド
類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等が挙げられる。
【００７６】
　また重合反応に使用される溶媒としては、例えば、アルカン類（ｎ－ペンタン、ｎ－ヘ
キサン、ｎ－ヘプタン、ｎ－オクタン、ｎ－ノナン、ｎ－デカン）、シクロアルカン類（
シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカリン、ノルボルナン等）、芳香
族炭化水素類（ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン等）、ハロゲン
化炭化水素類（クロロブタン類、ブロモヘキサン類、ジクロロエタン類、フルオロクロロ
エタン類、ヘキサメチレンジブロミド、クロロベンゼン等）、飽和カルボン酸エステル類
（酢酸エチル、酢酸ｎ－ブチル、酢酸ｉｓｏ－ブチル、プロピオン酸メチル、プロピレン
グリコールモノメチルエーテルアセテート等）、アルキルラクトン類（γ－ブチロラクト
ン等）、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、エーエル類（ジエトキシエタン類等
）、アルキルケトン（２－ブタノン、２－ヘプタノン、メチルイソブチルケトン等）、シ
クロアルキルケトン類（シクロヘキサノン等）、アルコール類（２－プロパノール、プロ
ピレングリコールモノメチルエーテル等）等を挙げることができる。これらの溶媒は、単
独で使用してもよいし、２種以上を混合して使用してもよい。
【００７７】
　また重合反応において、反応温度は、通常、４０乃至１２０℃、好ましくは５０乃至１
００℃である。反応時間は、通常、１乃至４８時間、好ましくは１乃至２４時間である。
【００７８】
　（分子量）
　このポリマー樹脂は、平均分子量はポリスチレン換算重量にして２０，０００、分散度
は１．３以下であった。
【００７９】
　（ユニットの成分比）
　次に、式（４）のポリマー樹脂において、溶剤による溶解物のＧＰＣ分離及び分離物の
熱分解ＧＣ－ＭＳ、1Ｈ－ＮＭＲ、ＭＡＬＤＩ－ｔｏｆＭＳ等の手法によりユニットの成
分比を調べた。その結果、モル比にしてａ：ｂ：ｃ：ｄ：ｅ＝４０：２５：１０：１０：
１５であることがわかった。
【００８０】
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　（ガラス転移点）
　メタアクリル酸エステルユニットのうち、（ａ）からなるホモポリマーと（ｄ）からな
るホモポリマーについて、それぞれ走査型示差熱分析装置でガラス転移点（Ｔｇ）を測定
した。その結果、（ａ）からなるホモポリマーのＴｇは１７５℃であった。また（ｄ）か
らなるホモポリマーのＴｇは２００℃であった。また、このポリマー樹脂を走査型示差熱
分析装置で熱特性を測定した。その結果、２００℃以上２５０℃以下の範囲でＴｇが測定
された。
【００８１】
　（ポリマー樹脂の含水量）
　式（４）のポリマー樹脂をエチレングリコール系溶剤に溶解し、２０重量％の溶液を調
製した。この溶液をシリコン基板上に塗布して、スピンコート法により薄膜を形成した。
次に、この薄膜上にレジスト（クラリアント社製、ＡＺ３１００）を塗布し薄膜を形成し
た。次に、マスクを介して紫外線を照射した後アルカリ液にて処理した。このとき、ＵＶ
照射を受けた部分のみレジストが除去された。引き続いてドライエッチング処理を施して
レジスト開口部に露出している式（４）のポリマー樹脂部分を除去した。この後、レジス
ト剥離液によって残留レジストを剥離することで、パターニングされた式（４）のポリマ
ー樹脂の薄膜を形成した。
【００８２】
　パターニングされた式（４）のポリマー樹脂の薄膜が形成されたシリコン基板について
、１×１０-5Ｐａ、２００℃の条件下で２時間加熱しながら水分放出量を質量分析装置に
より分析した。その結果、５×１０-4ｇ／ｃｍ3の水分が定量された。
【００８３】
　（熱重量）
　また、当該基板から式（４）のポリマー樹脂の薄膜のみを回収して熱天秤測定を行うと
、２００℃における重量減少が３％であった。
【００８４】
　（有機ＥＬ表示装置の作製）
　図１に示される有機ＥＬ発光装置を以下の工程で作製した。ＴＦＴ１０２が形成された
基板１０１に、式（４）のポリマー樹脂を２０重量％含んだエチレングリコール系溶液を
塗布しスピンコート法で薄膜を形成した。次に基板１０１を２００℃で加熱することによ
り、透明かつＴＦＴ１０２等に起因する基板１０１の凹凸を平滑する第一絶縁層１０３を
形成した。
【００８５】
　次に、第一絶縁層１０３上にレジスト（クラリアント社製、ＡＺ３１００）を塗布製膜
した。次に、マスクを介してＵＶ照射を行った後アルカリ液で処理した。このとき、ＵＶ
照射を受けた部分のみが除去された。引き続いてドライエッチング処理を施して、第一絶
縁層１０３のうちレジスト開口部に露出している部分を除去した後、レジスト剥離液によ
って残留レジストを剥離した。このようにして、パターニングされた第一絶縁層を形成し
た。
【００８６】
　次に、第一絶縁層１０３を形成した基板１０１にＣｒを２００ｎｍ蒸着し、前記と同様
の手法で下部電極１０４をパターニング形成した。引き続き、第二絶縁層の材料として、
式（４）のポリマー樹脂を用いて、第一絶縁層と同様の方法により第二絶縁層（素子分離
部）１０７を形成した。
【００８７】
　次に、基板１０１を外気にさらすことなく真空蒸着装置の中に導入した。
【００８８】
　この後、下記に示す化合物を用いて、所定の位置に有機ＥＬ素子１０を作製した。
【００８９】
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【化６】

【００９０】
　まず、第二絶縁層１０７に囲まれた青色画素に対応した位置のみに開口を有する第一の
マスクを配置し、α－ＮＰＤを膜厚４０ｎｍで蒸着して正孔輸送層を形成した。引き続き
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、ゲストとしてペリレンを加えたＡｌｑ3を膜厚３０ｎｍ（ゲストは膜中で１５重量％に
なるよう調整）で共蒸着し、青色の発光層を形成した。青色の発光層を形成した後、第一
のマスクをはずした。
【００９１】
　次に、第二絶縁層１０７に囲まれた緑色画素に対応した位置のみに開口を有する第二の
マスクを配置し、α－ＮＰＤを膜厚４０ｎｍで蒸着して正孔輸送層を形成した。続いてゲ
ストとしてクマリン誘導体である７－ジエチルアミノ－４－メチルクマリンを加えたＡｌ
ｑ3を膜厚２０ｎｍ（ゲストは膜中で１５重量％になるように調整）で共蒸着し、緑色の
発光層を形成した。緑色の発光層を形成した後、第二のマスクをはずした。
【００９２】
　次に、第二絶縁層１０７に囲まれた赤色画素に対応した位置のみに開口を有する第三の
マスクを配置し、α－ＮＰＤを膜厚４０ｎｍで蒸着して正孔輸送層を形成した。引き続き
ゲストとしてＢｔｐ2Ｉｒ（ａｃａｃ）を加えたＣＢＰを膜厚３５ｎｍ（ゲストは膜中で
１５重量％になるように調整）で共蒸着し、赤色の発光層を形成した。赤色の発光層を形
成した後、第三のマスクをはずした。
【００９３】
　次に、電子輸送層として、ＢＣＰを膜厚５０ｎｍで蒸着した。次に、電子注入層として
、ＬｉＦを膜厚１ｎｍで蒸着した。
【００９４】
　このようにして有機層を形成した基板１０１を外気にさらすことなくスパッタ装置に移
し、上部電極としてＩＴＯ（インジウム－錫酸化物）を膜厚２００ｎｍで形成した。
【００９５】
　この後、基板１０１を乾燥Ｎ2充填雰囲気下に移動し、外部からの水分を遮断するため
の封止部材１０８を接着した。封止部材１０８として、一定の厚さのガラス基板内側をく
りぬき、くりぬいた場所に酸化バリウムや酸化カルシウムを含有する吸湿性フィルムを貼
付した物を用いた。この封止部材１０８を乾燥Ｎ2雰囲気下で接着剤１０９を介して上部
対向電極１０６まで形成した基板１０１の最表面に接着固定して形成した。このようにし
て有機ＥＬ表示装置を作製した。
【００９６】
　作製した有機ＥＬ表示装置について、駆動電流もしくは電圧供給用の外部配線を基板へ
結線して、電流もしくは電圧の印加によって有機ＥＬ素子１０を発光させた。その結果、
本実施例で作製した有機ＥＬ表示装置は、後述する比較例１で作製した有機ＥＬ表示装置
と比較して、評価初期における発光効率や駆動電圧に大きな差異は見られない。しかし、
室温にて一定輝度になるよう電圧を継続印加すると、例えば１５０時間経過後の発光輝度
の低下が、比較例１の有機ＥＬ表示装置と比較して抑制されることが示された。このため
本実施例において有機ＥＬ素子の劣化が軽減されることが示された。
【００９７】
　［実施例２］
　（ポリマー樹脂）
　下記式（５）に示される５種類のユニット（ａ）～（ｅ）で構成されるポリマー樹脂を
、第一絶縁層及び第二絶縁層の材料として使用した。
【００９８】
　前記ポリマー樹脂は、実施例１に記載した処方に準拠して重合、製造される。
【００９９】
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【０１００】
　（分子量）
　式（５）に示されるポリマー樹脂は、ポリスチレン換算重量にして平均分子量は２０，
０００、分散度は１．３以下であった。
【０１０１】
　（ユニットの成分比）
　実施例１と同様の方法で式（５）のポリマー樹脂の各ユニットの成分比を調べた。その
結果、各ユニットの成分比は、モル比にしてａ：ｂ：ｃ：ｄ：ｅ＝４０：２５：１０：１
０：１５であった。
【０１０２】
　（ガラス転移点）
　メタアクリル酸エステルユニットのうち、（ａ）からなるメタクリル酸エステルホモポ
リマーと（ｄ）からなるメタアクリル酸エステルホモポリマーについて実施例１と同様の
方法によりガラス転移点を測定した。その結果、（ａ）からなるメタクリル酸エステルホ
モポリマーのＴｇは１７０℃であり、（ｄ）からなるメタアクリル酸エステルホモポリマ
ーのＴｇは２００℃であった。また、式（５）のポリマー樹脂を走査型示差熱分析装置で
熱特性を測定すると２００℃以上２５０℃以下の範囲でＴｇが測定された。
【０１０３】
　（有機ＥＬ表示装置の作製）
　実施例１において、式（５）のポリマー樹脂を第一絶縁層及び第二絶縁層を構成する材
料として用いる以外は、実施例１と同様の処方・工程で有機ＥＬ表示装置を作製した。本
実施例で作製した有機ＥＬ表示装置について、実施例１と同様の方法で駆動させたところ
、後述する比較例１の有機ＥＬ表示装置と比較して、実施例１の有機ＥＬ表示装置と同様
に、長期の駆動における発光強度低下の抑制が示された。このため本実施例において有機
ＥＬ素子の劣化が軽減されることがわかった。
【０１０４】
　［実施例３］
　第一絶縁層及び第二絶縁層を構成する材料として、式（４）に示されるポリマー樹脂に
式（Ａ）、（Ｂ）に示される感光性酸発生化合物の混合物を１８：２（モル比）で混合し
たもの（ポリマー樹脂と感光性酸発生化合物の混合比は重量比にして８０：２０である。
）を使用した。尚、式（Ａ）、（Ｂ）において、少なくとも１つのＱがＱ’である。
【０１０５】
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【０１０６】
　上記の式（Ａ）、（Ｂ）に示される感光性酸発生化合物の混合物は、例えば特許文献２
に開示される処方に準拠して合成することができる。
【０１０７】
　（有機ＥＬ表示装置の作製）
　実施例１において、以下の工程で第一絶縁層及び第二絶縁層を形成した以外は、実施例
１と同様にして有機ＥＬ表示装置を作製した。
【０１０８】
　　（ｉ）　　本実施例の材料をスピンコート法で塗布成膜した後に、９０℃でプリベー
　　　　　　　クした。
　　（ｉｉ）　マスクを介してＵＶ照射を行って露光部をアルカリ液で除去した。
　　（ｉｉｉ）２００℃で６０分、Ｎ2還流下で加熱を行うことにより第一絶縁層及び第
　　　　　　　二絶縁層を形成した。
【０１０９】
　以下、実施例１に記載の工程・処方にて有機ＥＬ表示装置を作製した。本実施例で作製
した有機ＥＬ表示装置について、実施例１と同様の方法で駆動させたところ、後述する比
較例１の有機ＥＬ表示装置と比較して、実施例１の有機ＥＬ表示装置と同様に、長期の駆
動における発光強度低下の抑制が示された。このため本実施例において有機ＥＬ素子の劣
化が軽減されることがわかった。
【０１１０】
　［比較例１］
　（ポリマー樹脂）
　下記式（６）に示される４種類のユニット（ａ）～（ｄ）で構成されるポリマー樹脂を
、第一絶縁層及び第二絶縁層の材料として使用した。
【０１１１】
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【０１１２】
　（分子量）
　式（６）に示されるポリマー樹脂は、ポリスチレン換算重量にして２０，０００、分散
度は１．４以下であった。
【０１１３】
　（ユニットの成分比）
　実施例１と同様の方法で式（５）のポリマー樹脂の各ユニットの成分比を調べた。その
結果、各ユニットの成分比は、モル比にしてａ：ｂ：ｃ：ｄ＝５０：３０：５：５であっ
た。
【０１１４】
　（ガラス転移点）
　メタアクリル酸エステルユニットのうち、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）のそれぞれからなる
メタクリル酸エステルホモポリマーについて、実施例１と同様の方法によりガラス転移点
を測定した。その結果、（ａ）からなるメタアクリル酸エステルホモポリマーのＴｇは１
１０℃であった。（ｂ）からなるメタアクリル酸エステルホモポリマーのＴｇは１００℃
であった。（ｃ）からなるメタアクリル酸エステルホモポリマーのＴｇは２００℃であっ
た。
【０１１５】
　また、式（６）に示されるポリマー樹脂を走査型示差熱分析装置で熱特性を測定すると
、１５０℃以下の範囲でＴｇが測定された。
【０１１６】
　（ポリマー樹脂の含水量）
　実施例１と同様の方法でパターンニングされた薄膜を形成した。この薄膜を形成したシ
リコン基板を１×１０-5Ｐａ下、２００℃で２時間加熱しながら水分放出量を質量分析装
置により分析すると、１×１０-2ｇ／ｃｍ3以上の水分が定量された。
【０１１７】
　（熱重量）
　また、当該基板から式（６）に示されるポリマー樹脂の薄膜を回収して熱天秤測定を行
うと、２００℃における重量減少が２０％であった。
【０１１８】
　以上の結果から、式（６）に示されるポリマー樹脂は、上記実施例で用いる絶縁層材料
と比較して、より低温で分解するものであることがわかった。また式（６）に示されるポ
リマー樹脂の含水量が上記実施例で用いる絶縁層材料より大きいために熱処理を行っても
水分が残留する可能性がある。実際、当該比較例においては、主に実施例１に記載した内
容での長期の駆動試験を行なうと発光強度低下が確認された。また、表示部内の画素部分
において非発光領域が多数出現し、その数量が経時的に増加し、また各非発光領域が経時
的に拡大する等の、使用上の不具合を招くことが知られている。このため、式（６）に示
されるポリマー樹脂は、絶縁層材料としては採用し難い。
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【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】本発明の一実施形態に係るアクティブマトリックス型の有機ＥＬ表示装置の概略
図を示す図である。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　有機ＥＬ発光装置
　１０　有機ＥＬ素子
　１０１　基板
　１０２　薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
　１０３　第一絶縁層
　１０４　下部電極
　１０５　有機層
　１０６　上部対向電極
　１０７　第二絶縁層
　１０８　封止部材
　１０９　接着剤
　１１０　コンタクトホール

【図１】
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